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容 

 

概  要 

 

プリント配線基板などに使われる多層金属電極の密着性評価に、超微小硬度

計による圧子押し込み試験を適用しました。これにより、微小な電極を対象と

した試験が可能になります。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

めっきや塗料の密着性評価に用いられるクロスカット試験や曲げ試験は、電

極のような小型部品には適用困難です。一方、超微小硬度計の圧子は、微小部

への押し込みが可能です。測定結果の荷重-変位曲線に現れるポップイン現象

を解析することで、多層金属電極の密着性を局所的に推定できます。 

本技術の 

有用性 

ポップイン現象が見られた圧痕の下部に金属層間の空隙の存在が確認され

たことから、ポップインの有無が密着性と関係することを明らかにしました。

このことから本手法は、多層金属電極の密着性評価に有効です。 

関連情報 
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適用可能製品 
電子回路基板 
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ポップインの発生と圧痕 SEM 像

 
圧痕断面の SEM 像 

 


